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(57) Abstract: The invention concerns a measuring probe (I) comprising a plurality of measuring portions (1 1) including each 
contact pads (21) arranged on tabs (12) for measuring electrical characteristics of an integrated circuit (3 ). The tabs (12) have been 
specially designed to increase their flexibility, thereby enabling the IC measurements whereof the contact pins (30) are misaligned. 
The invention also concerns a measuring device and a measuring method for simultaneous measurement of a plurality of integrated 
circuits. 

[Suite sur la page suivante ] 
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(57) Abrege : La sonde de mesure (1) comprend une pluraliie de ponions de mesure (11) comprenant chacune des pastilles de 
contact (21) disposees sur des languettes (12) pour le mesure de caracteristiques electriques de CI (3>. Les langueiies (12) ont eie 
specialement am6nagees afin d'augmenier leur fiexibilite, permettant ainsi la mesure de CI dont les panes de contact (30) sont mal 
alignes. Un disposilif de mesure et un precede de mesure sont decrits permettant la mesure simultanee d'une pluraiiie de CI. 
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Sonde et dispositif de mesure. 

La presente invention concerne une sonde de mesure destinee au 
test electrique de composants electroniques, notamment de circuits 
integres, ainsi qu'un dispositif de mesure incluant une telle sonde et 
5 permettant la mesure simultanee d'une pluralite de composants 

electroniques ou de circuits integres. L'invention concerne aussi un procede 
de mesure simultanee d'une pluralite de circuits integres ou de composants 
electroniques, 

^ Le test electrique de circuits integres (CI) presente de nombreuses 

10 contraintes, en particulier pour la connexion fiable de chaque zone ou 
patte de contact du CI a une zone de contact correspondante de la sonde 
de mesure. Les zones ou pattes de contact des CI a tester sont assez souvent 
desalignees Tune par rapport a i'autre, en particulier pour des CI de type 
Dual-in-line (DIL) munis de pattes de contact, certaines desdites pattes 
15 pouvant meme etre disposees selon des plans differents, voire non 

paralleles entre eux. Par ailleurs, ces pattes sont relativement fragiles, ce 
qui empeche de leur imposer une force d'appui suffisante pour les 
redresser afin d'assurer un bon contact entre la patte deformee du CI et la 
zone de contact correspondante de la sonde de mesure. Des contraintes ci- 
20 dessus, il resulte que c'est aux zones de contacts de la sonde de mesure de 
s'adajDter a la geometric deformee du CI et non I'inverse, 

A cet effet on connaTt des dispositifs de mesure dont la sonde de 
mesure comprend une membrane souple, deformee afin de presenter une 
portion convexe, des pastilles de contact etant disposees sur cette portion 
25 deformee convexe et venant en appui sur les pattes du CI a tester. Plusieurs 
documents, en particulier US-A-5.41 2.866 decrivent de telles sondes. 

Des sondes de ce type sont facilement utilisees pour la mesure de 
CI dont les pattes sont distantes d'au minimum 125 |jm. Lorsqu'on desire 
effectuer des mesures sur un ou des CI dont les pattes sont plus 
30 rapprochees, et garantir un bon contact, I'elasticite de la membrane souple 
n'est generalement plus suffisante pour adapter la position des zones de 

COPIE DE CONFIRMATION 
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contact aux positions des pattes, lorsque celles-ci sont deformees. Par 
ailleurs, vu qu'une telle sonde presente une forme generalement convexe 
et que les CI a tester sont generalement regroupes sur un plan, le nombre 
de CI qu'il est possible de mesurer simultanement par la meme sonde est 
5 limite. 

D'autre part, certaines des sondes connues presentent une 
geometrie des contacts relativement compliquee, ce qui ne permet pas de 
garantir une impedance caracteristique constante et egale pour chaque 
zone de contact. Ceci limite la possibilite d'effectuer des tests et mesures en 
1 0 haute-f requence. 

Un autre inconvenient des sondes connues est la complexite de 
fixation et le cout eleve de la portion de mesure de ladite sonde vu le 
materiau souple dont elle est constitute, portion qui est en outre soumise a 
usure et qu'il est done difficile et onereux de remplacen 

15 Un premier but de {'invention est done de proposer une sonde de 

mesure amelioree relativement aux sondes connues. 

Un autre but de invention est de proposer une sonde de mesure 
apte tester des CI ou autres composants dont les zones ou pattes de contact 
sont deformees ou desalignees. - . rr^ a- ^ 

20 Un autre but de invention est de proposer une sonde de mesure 

apte a tester des CI ou autres composants dont les pattes de contacts sont 
tres rapprochees entre elles. 

Un autre but de ['invention est de proposer une sonde de mesure 
apte a effectuer des tests a frequence elevee. 



25 



Encore un autre but de ['invention est de proposer une sonde de 
mesure dont la portion d'usure est facilement remplagable a faible cout. 
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Encore un autre but de I'invention est de proposer un dispositif 
de mesure, comprenant une sonde de mesure, apte a pouvoir tester 
simultanennent une pluralite de CI ou de composants. 

Un autre but de Tinvention est de proposer un procede 
5 permettant le mesure simultanee d'une pluralite de CI ou autres 
composants. 

Ces differents buts sont obtenus par une sonde de mesure telle 
que decrite dans la revendication 1 et un dispositif de mesure comme decrit 
dans la revendication 14, des variantes ou formes d'execution particulieres 
10 etant decrites dans les revendications dependantes. Les etapes principales 
du procede de mesure sont decrites dans la revendication 18. 

Ces avantages de I'invention ainsi que d'autres apparaissent a la 
lecture de la description ci-apres, qui est a lire en regard du dessin annexe 
comportant les figures ou : 

15 la figure 1 represente une vue en plan fortement agrandie d'une 

portion d'une sonde de mesure selon invention, 

la figure 2 represente une vue en coupe selon la ligne C-C de la 
figure precedente, d'une portion d'une sonde de mesure selon une 
" premiere forme d'execution, a I'etat de repos, 

20 la figure 3 represente la meme portion de sonde de mesure de la 

figure precedente en cours de mesure d'un CI, 

la figure 4 represente une vue en coupe selon la llgne C-C de la 
figure 1, d'une portion d'une sonde de mesure selon une deuxieme forme 
d'execution a I'etat de repos, 

25 ' la figure 5 represente une vue en coupe selon la ligne D-D de la 

figure 1 montrant une languette munie d'un moyen d'augmentation de 
flexibilite supplementaire. 
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la figure 6 represente une languette munie de plus d'une seule 
piste de contact, 

la figure 7 represente une vue en plan d'un prennier dispositif de 
mesure prevu pour la nnesure simultanee d'une pluralite de CI, et 

5 la figure 8 represente une vue en coupe d'un deuxieme dispositif 

de nnesure prevu pour la mesure simultanee d'une pluralite de CI. 

Sur la figure 1 on a une sonde de mesure 1, constituee 
essentiellement d'une feuille support 10, en materiau isolant, souple ou 
semi-rigide, une seule portion de mesure 11 d'un CI etant representee sur 

10 cette figure, Le CI a tester ici est par exemple de type DIL, les zones de 

contact etant par exemple constituees de quatre pattes de contact sur deux 
cotes opposes. En consequent, la circuiterie de contact 2, de la portion de 
mesure 1 1 comprend deux rangees de quatre pistes conductrices 20, 
metalliques ou metallisees, chacune comprenant une zone de contact 21 

15 destinee a correspondre a une zone ou patte de contact du CI a tester. Dans 
I'exemple considere, chaque zone de contact comprend une pastille de 
contact 210, lesdites pastilles de contact etant disposees selon la meme 
configuration que les pattes du CI a mesurer. Chaque pastille de contact 
210 ainsi que la portion qui lui est directement attenante de la piste 

20 .conductrice 20 est disposee sur une face d'une languette 12 de la feuille 
support 10, qui sera decrite plus en detail plus bas. Afin d'ameiiorer le 
contact entre la pastille de contact 210 et la patte de contact du CI, chacun 
desdits pastilles de contact 210 comprend de preference une surepaisseur, 
de forme plane 21 1 ou de forme hemispherique 212. Le reste de la 

25 circuiterie de contact 2 est de construction connue, I'autre extremite de 
chaque piste conductrice aboutissant individuellement a un contact d'un 
connecteur dispose sur la feuille support 10, ledit connecteur etant relie a 
I'instrument de mesure ou de test proprement dit (voir figure 7). 

Un moyen 13, permettant d'augmenter la flexibilite des 
30 languettes 12 entre elles est decrit ci-dessous selon deux formes d'execution 
differentes. 
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La figure 2 est une coupe selon la ligne C-C de la figure 
- . precedente, montrant la portion de feuille support 10 avec quatre 
languettes 12, chacune etant munie d'une. pastille de contact 210. Le 
moyen 13 prevu ici pour augmehter la flexibilite de chaque languette 12 
5 consiste a faire une decoupe 130 de la feuille support 10 sur trois cotes de 
chaque languette, de maniere a permettre a chacune d'entre elles de 
flechir independamment de ses voisines. Cette situation est representee a la 
figure 3 ou on volt le meme arrangement que pour la figure 2 en position 
de mesure d'un CI 3, dont seule la silhouette est representee, muni de 
10 pattes de contact 30 mal alignees entre elles. On voit que les languettes 12, 
de par leur independence et leur elasticite, peuvent prendre des positions 
spatiales tres differentes les unes des autres, dependant de la position des 
pattes 30 du CI 3. On remarque sur les deux figures que la feuille support 
10 est superposee a une sous-couche 14 constituee d'un materiau elastique, 
15 apte a supporter localement les fortes variations de position de chaque 
languette 12, comme on le voit a la figure 3, puis a reprendre une position 
stable, comme represents a la figure 2. Vu I'elasticite des languettes 12 
ainsi que de la sous-couche 14, la pression exercee sur les pattes de contact 
30 du CI est tres faible et ne risque pas de les endommager. 

20 La figure 3 montre en particulier que la flexibilite des languettes 

12 est amelioree autour de deux axes, les axes X et Y representes a la figure 
1, Taxe X etant un axe dispose dans le plan de la feuilles support 10 et . 
perpendiculaire a Taxe longitudinal des languettes 12, alors que I'axe Y 
correspond justement a I'axe longitudinal de chaque languette. 

25 Sur les figures 2 et 3, on remarque en outre que chaque 

languette 12 comprend de maniere preferentielle, sur sa face opposee a 
celle munie de la piste conductrice 20, une couche egalement conductrice 
22, reliee a la masse du dispositif de mesure. Vu que malgre les fortes 
deformations qu'il est possible d'imposer a chaque languette 12, 1'epaisseur 

30 de celles-ci reste toujours constante, les impedances caracteristique des 

pastilles de contact 210, mesurees pour chacun d'entre eux entre la pastille 
de contact 210 et le plan de masse represente par la couche 22, restent 
done egales entre elles et constantes malgre les deformations imposees aux 



wo 02/084313 



6 



PCT/CHOl/00246 



languettes 12. On choisira done le materiau constituant la feuille support 
10, respectivement les languettes 12, de telle maniere que ses valeurs 
dielectriques , constante dielectrique er et tg 6 , associees a son epaisseur, 
determinent une impedance caracteristique donnee, par exemple 50 Q ou 
5 toute autre valeur desiree. Cette caracteristique permet d'effectuer des 
mesures a haute-frequence, mesures qu'il n'est generalement pas possible 
d'effectuer avec les sondes connues, vu les variations d'impedance des 
contacts. 

Une autre fornne d'execution d'un moyen permettant 
10 d'augmenter la flexibilite des languettes 12 est representee a la figure 4 a 
I'etat de repos, Les memes elements que precedemment y sont representes. 
Le moyen permettant d'augmenter la flexibilite entre les languettes 12 est 
ici constitue d'une diminution locale de I'epaisseur du support 10, sur 3 
cotes de chaque languette. Cette diminution d'epaisseur peut prendre 
15 differentes formes, une gorge en biais 131, une gorge en V 132, une gorge 
quadrangulaire 133, une gorge arrondie 134 ou une gorge 135 amenagee 
sur I'autre face du support 10. 

La figure 5 montre une languette 12 vue de cote, dont la 
flexibilite a deja ete amelioree, soit par decoupe, soit par diminution locale 

20 de Tepaisseur du support 10 sur une portion du pourtour de la languette, 
et dont la flexibilite autounde L'axe X (cf figure 1) est encore augmentee 
par une diminution d'epaisseur 135 de la languette 12 elle-meme, selon 
une direction transversale de la languette, soit parallele audit axe X. La 
figure represente une diminution d'epaisseur 136 de forme quadrangulaire 

25 disposee a cheval sur la portion de fixation de la languette 12 sur la feuille 
support 10 ; cette diminution d'epaisseur 136 peut evidemment prendre 
toute autre forme convenable, par exemple I'une de celles decrites ci- 
dessus, et etre placee en tout endroit convenable permettant d'augmenter 
la flexibilite de la languette 12, respectivement de la zone de contact 21. 

30 ■ Un tel amenagement, en sus de I'amelioration de flexibilite selon I'une ou 
Tautre des formes d'execution decrites precedemment peut etre 
avantageusement utilise dans le cas de feuilles support 10 particulierement 
epaisses et/ou peu souples. 
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La figure 6 montre deux languettes 12 voisines, dont la flexibilite 
a ete augmentee par I'un ou Tautre des moyens decrits precedemment * 
chacune desdites ianguettes comportant id deux pastilles de contact 210, 
respectivement deux pistes de contact 20. Dans le cas present, les deux 
5 pastilles de contact 210 d'une nnenne languette 12 sont destinees a etre 
connectees a une seule zone ou patte de contact d'un CI, par exemple pour 
une mesure de type Kelvin, soit une mesure differentielle. On doit 
connprendre ici que chaque languette 12 peut comprendre, selon les 
besoins, plus d'une piste et plus d'une pastille de contact. 

10 Puisque par (a decoupe ou I'affaibh'ssement d'epaisseur du 

support 10 entourant chaque languette, c'est chaque languette 12 qui peut 
s'adapiter a une difference de positionnement d'une patte du CI, et non 
Tensemble de la sonde comme dans I'art anterieur, le support 10 peut etre 
constitue d'une feuille isolante dont la souplesse propre n'est plus une 

15 caracteristique essentielle comme dans les sondes connues. De preference 
la feuille constituant le support 10 sera choisie en materiau synthetique, 
par exemple en PTFE. La sous-couche 14 est constitute en un materiau 
isolant et elastique, apte a retrouver sa forme inltiale apres deformation. 
Par exemple, cette sous-couche pourra etre constituee d'une mousse de 

20 polyurethane, PUR. 

Les figures ont represents des pastilles de contact 21.0 syr chaque 
languette de forme plate 211 ou hemispherique 212. On doit comprendre 
que ces deux representations sont faites ici a titre d'exemple et qu'une 
sonde de mesure ne comportera de preference que des pastilles de contact 

25 de meme forme, adaptee au type de pattes de contact des CI ou 

composants a mesurer. De meme, la figure 4 represente plusieurs variantes 
d'execution de la diminution d'epaisseur permettant d'augmenter la 
flexibilite des languettes ; on doit comprendre qu'une sonde determinee ne 
comprendra que des gorges de diminution d'epaisseur selon une seule, 

30 voire eventuellement deux, des formes d'execution decrites ou encore.selon 
d'autres formes d'execution possibles, non decrites ici. 
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Vu que la feuille support 10 d'une sonde n'est plus disposee sur 
une surface convexe comme pour les sondes corinues; mais sur une surface 
essentiellement plane, eonstituee par la surface superieure de la sous- ' 
couche 14, chaque portion de ladite surface superieure etant apte a se 
5 deformer localement avec la deformation de la languette 12 qui lui est 
superposee, il devient possible d'effectuer des mesures simultanees en 
parallele d'une pluralite de CI, voire des mesures massivement paralleles 
d'un grand nombre de CI. 

La figure 7 represente, vu par dessus, un premier dispositif 
10 permettant de tester simultanement une pluralite de CI par une sonde de 
mesure comportant une meme pluralite de portions de mesure. 

Lors de la fabrication de CI de type DIL, on a une etape ou, apres 
encapsulage de chaque CI et separation electrique de chaque patte de 
chaque CI de la plaque metallique 4 ayant servi a confectionner lesdites 

15 pattes, chaque CI reste attache a la plaque metallique 4 par au moins un 
pont metallique 40, comme represente a titre d'exemple dans le coin 
gauche superieurde la figure 7. Comme represente de maniere generale 
sur la m§me figure, on dispose done a ce stade de fabrication d'une plaque 
metallique 4, essentiellement plane, pouvant comprendre entre 50 et 

20 plusieurs milliers de CI, regulierement repartis en colonnes et rangees. Les 
pattes de contact 30 de chaque CI etant individuallsees, il est possible de 
tester simultanement I'ensemble des CI fixes a la plaque 4. Pour ceci on 
dispose d'une sonde de mesure 1 comprenant le meme nombre de portions 
de mesure 11 que le nombre de CI 3 a tester, lesdites portions de mesure 

25 etant disposees sur la sonde de mesure selon la meme geometrie que les CI 
sur la plaque metallique 4. Des moyens de positionnement, symbolises en 
41, permettent de positionner exactement la plaque metallique 4 sur la 
sonde de mesure 1, de maniere a ce que chaque CI 3 soit disposee en 
regard d'une portion de mesure 11. 

30 La figure 7 represente dans son coin gauche superieur un CI 3 fixe 

a la plaque metallique 4 par deux ponts 40, etant bien entendu que dans la 
r^alite, pour cette position, la sonde 1 est aussi munie d'une portion de 
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mesure 1 1 . Les positions voisines du coin superieur gauche representent la 
superposition des CI 3 sur les portions de mesure 11, alors que la partie 
inferieure la figure represente la sonde de mesure 1 lorsque la plaque 4 
est enlevee. 



5 L'autre extremite de chaque piste conductrice 20 aboutit a une 

portion de contact d'un connecteur 23 dispose sur la sonde de mesure ^, 
ledit connecteur etant lui-meme relie aux instruments de test ou de 
mesure, non representes sur les figures. Dans le cas d'une sonde ne 
comportant qu'une seule ou un faible nombre de portions de mesure 1 1, 
10 les pistes conductrices 20 entre la pastille de contact 210 et la position 
correspondante du connecteur 23 peuvent etre amenagees sur une seule 
face de la feuille support 10. Dans le cas d'un grand nombre de portions de 
mesure 11, on peut adopter des techniques connues multicouches afin 
d'acheminer tous les signaux de mesure. 

15 En presentant ainsi la plaque 4 munie des CI 3 sur la sonde de 

mesure 1 munie des portions de mesure 1 1, et en appliquant la plaque 4 sur 
la sonde 1, I'effort de serrage etant fourni d'une part par les ponts 40 
reliant chaque CI a la plaque 4 et d'autre part par la sous-couche elastique 
14 disposee sous la sonde de mesure 1, chacune des pattes 30 de chaque CI 
20 3 entre en contact avec une pastille de contact 210, les eventuelles 
deformations des pattes de contact 30 etant absorbees comme decrit 
precedemment par la sous-couche elastique 14. 

La mesure ou le test simultane de I'ensemble des CI peut 
maintenant etre realise, chacune des pattes de contact de chacun des CI 
etant en contact avec la pastille de contact correspondante et pouvant etre 
electriquement individuellement accedee a partir de Tinstrument de 
mesure ou de test relie au connecteur 23. 

Apres que les mesures ou tests aient ete effectues, la plaque 4 est 
separee de la sonde de mesure, les CI suivent un eventuel traitement 
ulterieur, par exemple marquage des boTtiers, suite de quoi les ponts 
metalliques 40 sont coupes de maniere a individualiser chaque CI. 



25 



30 
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Selon une variante du procede de fabrication ci-dessus, les CI 
restent fixes a une plaque commune par une portion de leur boitier en 
rnateriau synthetique, Dans ce cas, la plaque 4 p^ut etre en materiau 
synthetique. 

5 Un autre dispositif de test simultane d'une pluralite de CI est 

represente en coupe partielle a la figure 8. 

Ce dispositif peut etre utilise pour le test ou la mesure d'une 
pluralite de CI ou de connposants individualises, c'est-a-dire n'etant plus 
fixes a une plaque metallique 4 comme dans le dispositif precedent. 

10 Pour ceci, on dispose d'une sonde de mesure 1, semblable a celle 

decrite precedemment, munie en outre d'un moyen de guidage 15, forme 
d'une grille 150 dont les alveoles 151 correspondent exactement aux 
positions des portions de mesure 11 disposees sous la grille 150, les 
dimensions des alveoles etant exactement prevues pour accepter un CI ou 

1 5 un composant. De preference les parois 1 52 des alveoles sont inclinees en 
forme d'entonnoir dirige vers la sonde de mesure, de manlere a guider le CI 
qui y est introduit af in que chacune de ses pattes de contact 30 se 
positionne sur la pastille de contact 21 qui lul correspond. Un moyen de 
pression separe 16 permet d'appliquer la pression necessaire aux mesures 

20 du cote des CL 

Comme pour le dispositif precedent, ce dispositif permet la 
mesure simultanee d'un grand nombre de CL 

Dans une sonde de mesure, les pastilles de contact 210 sont 
susceptibles de s'user en fonction de Tutilisation de la sonde par usure 

25 mecanique, vieillissement ou usure metallographique. Le support 10 doit 
done etre regulierement echange. Vu le faible cout du materiau constituant 
ce.support, vu la simplicite de fabrication d'un tel support selon la 
technique des circuits imprimes souples et vu la simplicite de la fixation de 
ce support sur la sous-couche 14, le remplacement de ce support 10 est une 

30 operation simple et peu onereuse. 
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Les figures et la description ci-dessus se rapportent a la mesure de 
CI de type DIL, munis d'une rangee de quatre pattes de contact sur les deux 
faces laterales longitudinales. L'invention se rapporte evidennment aussi a 
toutes autres sortes de CI, possedant un nombre de pattes different de huit, 
5 regroupees et constituees differemment de ce qui a ete nnontre ici. Par 
exemple, Tinvention s'applique aussi parfaitement aux CI de type Lead 
Package, Leadless Package, Baal Grid Array, Pads, etc. De maniere plus 
generaie, une sonde selon Tinvention peut etre utilisee pour la mesure de 
caracteristiques electriques de composants electriques ou electroniques de 
10 toutes sortes munis de pattes de contact. 
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Revendications 

1. Sonde de mesure (1) destinee a la mesure ou au test de 
caracteristiques electriques d'un circuit integre (CI) ou d'un composant 
electronique (3), comprenant au moins une portion de mesure (11) munie 
5 de zones de contact (21) destinees a correspondre a des zones de contact 
(30) du CI ou du composant a mesurer, 

caracterisee en ce qu'elle comprend 

10 une feuille support (10) essentiellement plane, constituee en un materiau 
isolant non rigide et comprenant des portions (12) munies chacune d'au 
moins une zone de contact (21), chacune desdites portions de ladite feuille 
support etant formee (1 3) af in que sa f lexibilite relativement a la feuille 
support et aux portions voisines soit augmentee. 

15 2. Sonde de mesure selon la revendication 1, caracterisee en ce 

que chacune desdites portions munie d'au moins une zone de contact (21) 
est formee en une languette (12), dont la f lexibilite est augmentee par une 
decoupe (130) de la feuille support (10) entourant partiellement ladite 
languette. 

20 3. Sonde de mesure selon la revendication 1, caracterisee en ce 

que chacune desdites portions munie d'au moins une zone de contact (21) 
est formee en une languette (12), dont la f lexibilite est augmentee par une 
diminution d'epaisseur de la feuille support (10) sous forme d'une gorge 
(131,132,133,134,135) entourant partiellement chaque languette (12). 

25 4. Sonde de mesure selon I'une des revendications 2 ou 3, 

caracterisee en ce que chacune desdites languettes (12) comprend en outre 
une portion (136) dont I'epaisseur est diminuee, ladite portion etant 
disposee perpendiculairement a I'axe longitudinal de la languette. 

5. Sonde de mesure selon I'une des revendications precedentes, 
30 caracterisee en ce que Taugmentation de flexibilite de chacune desdites 
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languettes (12) est obtenue autour de deux axes perpendiculaires (X,Y) 
disposes dans le plan de la feuille support (10). 

6. Sonde de mesure selon I'une des revendications precedentes, 
caracterisee en ce que la feuille support (10) est constituee en un materiau 

5 dielectrique. 

7. Sonde de nnesure selon Tune des revendications precedentes, 
caracterisee en ce que chaque zone de contact (21) est relie par une piste 
conductrice (20) a une portion de contact d'un connecteur (24) dispose sur 
la feuille support (10). 

10 8. Sonde de mesure selon la revendication 7, caracterisee en ce 

que la face de la feuille support (10) opposee a celle portant lesdites zones 
de contact (21) est munie d'une couche conductrice (23) reliee a la masse 
d'un appareil de mesure ou de test des CI ou composants, de maniere a ce 
que les impedances caracteristiques des zones de contact (21) soient 

1 5 essentiellement egales entre elles et essentiellement constantes malgre les 
deformations des languettes (12) portant les zones de contact (21). 

9. Sonde de mesure selon la revendication 8, caracterisee en ce 
que les caracteristiques dielectriques du materiau constituant la feuille 
support (10), respectivement les languettes (12), ainsi que les dimensions 

20 desdites languettes sont choisies afin d'obtenir une impedance 
caracteristique determinee de chaque languette. 

10. Sonde de mesure selon Tune des revendications precedentes, 
caracterisee en ce que la feuille support (10) est superposee a une sous- 
couche (14) constituee en un materiau elastique apte a subir des 

25 deformations locales de compression, reversibles. 

11. Sonde de mesure selon la revendication 10, caracterisee en ce 
que la feuille support (10) est fixee a la sous-couche (14) de maniere a 
pouvoir facilement en etre separee afin de pouvoir etre echangee. 
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12. Sonde de mesure selon I'une des revendications precedentes, 
caracterisee en ce qu'au moins une languette (12) d'une portion de mesure 
(1 1) comprend deux zones de contact (21) electriquemenf isolees, destinees 
a etre mises en contact avec une zone de contact (30) d'un CI (3), pour une 

5 mesure de type differentielle. 

13. Sonde de mesure selon I'une des revendications precedentes, 
caracterisee en ce qu'elle comprend une pluralite de portions de mesure 
(1 1) regulierement disposees en rangees et colonnes. 

14. Dispositif de mesure comportant une sonde de mesure selon la 
10 revendication 13, caracterise en ce qu'il comprend en outre un moyen de 

positionnement (41) d'une plaque support (4) comportant une pluralite de 
CI (3) a mesurer, lesdits CI etant disposes selon la meme configuration que 
les portions de mesure (1 1) de la sonde de mesure, chacun desdits CI etant 
fixe a la plaque support par au moins un pont (40). 

15 15. Dispositif de mesure comportant une sonde de mesure selon la 

revendication 13, caracterise en ce qu'il comprend en outre un moyen de 
positionnement (15) d'une pluralite de CI ou de composants individuels. 

16. Dispositif de mesure selon la revendication 15, caracterise en 
ce que le moyen de positionnement comprend une grille (150) dont les 

20 alveoles (151) sont disposees en regard des portions de mesure (1 1). 

17. Dispositif de mesure selon la revendication 16, caracterise en 
ce que les parois (152) de chacune des alveole (151) sont inclinees de 
maniere a pouvoir guider le CI ou le composant lors de son introduction 
dans I'alveole. 

25 18. Procede de mesure simultanee d'une pluralite de CI ou de 

composants electroniques (3) disposes selon une configuration determinee, 
lesdits CI ou composants etant positionnes sur un moyen de support et de 
guidage (4 ; 1 5), comprenant notamment les etapes ou : 

ledit moyen de support et de guidage (4 ;15) est mis en contact avec une 
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sonde de mesure selon I'une des revendications 1 a 13 comportant une 
meme pluralite.de portions de mesure (11) disposees selon la meme 
configuration que les CI ou composants, 

au moins une mesure d'un parametre electrique est effectuee 
5 simultanement sur ladite pluraiite de CI ou composants. 

19. Precede de mesure selon la revendication 18 dans lequel au 
moins une mesure d'un parametre electrique est une mesure en haute- 
frequence. 



wo 02/084313 



PCT/CHO 1/00246 




wo 02/084313 



PCT/CHO] 700246 




16 




Fig. 8 
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